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@ Display zur Integration in kartenfdrmige Tragermedien 

@ Es wird ein Halbzeug vorgeschlagen, das besonders 
dazu geeignet ist, Displays in kartenformige Tragerme- 
dien wie Chipkarten und dergteichen zu integrieren. Dazu 
ist vorgesehen, dafc die Funktionsschicht (22) des Dis- 
plays (20) auf einer dunnen, flexiblen Folie (21) gefertigt 
wird, die ihrerseits auf einer stabilen Haupttragerfolie (10) 
angeordnet ist. Bei der Ubertragung der Funktionsschicht 
(22) auf eine Chipkarte wird das Display (20) von der 
Haupttragerfolie (10) volistandig gelost und lediglich mit 
der dunnen Folie (21) in die Karte integriert. Im Gegensatz 
zur Haupttragerfolie (10), deren Eigenschaften optimal an 
die Fertigkeit des Displays angepaBt sind, ist die Folie (21 ) 
sehr diinn und flexibel und an die Anforderungen in einer 
Chipkarte optimal angepaBt. 

Dadurch wird einerseits erreicht, daft das Display (20) 
dunn ist und problemlos in die Chipkarte integriert wer- 
den kann. Andererseits wird die mechanische Belastung 
des Displays bei Biegebeanspruchung der Karte mini- 
■ miert. 
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Beschrcibung 

Die Erfindung betriffl Displays als Halbzeug zur Integra- 
tion in kartenfbrmige Tragermedien, insbesondere in Chip- 
karten, und ein entsprechendes Verfahren zuin Intcgriercn 5 
der Displays in die Tragermedien bzw. Chipkarten. 

Die Herstellung von Chipkartendi splays erfolgt ublicher- 
weise separat von der Kartenfertigung auf einer dafur vorge- 
sehenen, besonders widerstandsfahigen Tragerfolie. Nach 
der Erzeugung einer funktionalen Schicht, die nachfolgend 10 
als "Anzeige" bezeichnet wird, auf der Tragerfolie, wird die 
Anzeige rnit der Tragerfolie in die Karte integriert und mit 
den eleklrischen Bauteilen der Chipkarte verbunden, die zur 
Ansteuerung des Displays notwendig sind. Die Herstellung 
des Displays separat von der Kartenfertigung bietet sich an, 15 
weil die Displayfertigung schr verschieden zur Kartenher- 
stellung und mit sehr hohen Investitionen fiir die Anlagen- 
technik verbunden ist. Kartendisplays werden daher regel- 
maBig von Displayherstellem gefertigt, die Displays auch 
fiir andere Markte und Anwendungen herstellen. 20 

Solche Displays sind immer sandwichartig aufgebaut und 
umfassen mindestens eine Basisschicht, auf der die funktio- 
nale Schicht fur die Anzeige fest aufgebracht ist, und eine 
die Anzeige abdeckende Abdeckschicht. Die funktionale 
Schicht fur die Anzeige wird beispielsweise durch Auf- 
dampfen, Sputtern, Spin-Coating etc. erzeugt. Die funktio- 
nale Schicht kann beispielsweise ein Russigkristallmaterial 
sein oder aus leuchtendem Material bestehen. Sie kann auch 
Elektroden, Filter, Polarisatoren, Abstandhalter etc. aufwei- 
sen und insbesondere auf mehrere Schichten aufgeteilt sein. 
Die Schicht, auf der die funktionale Schicht aufgebracht ist, 
ist ublicherweise eine Folic, die nachfolgend als "Tragerfo- 
Lie" bezeichnet ist, da sie die funktionale Schicht tragt. Be- 
kannte Tragerfolien bestehen beispielsweise aus PET. 

Die Tragerfolie muB vergleichsweise dick ausgebildet 
sein, urn fiir die Fertigung der Anzeige ausreichend wider- 
standsfahig zu sein. Zusammen mit der Abdeckfolie, die ub- 
licherweise aus demselben dicken Folienmaterial wie die 
Tragerfolie besteht und uber der funktionalen Schicht ange- 
ordnet ist, ergibt sich eine Gesamtdicke des Displays, die 
ohne "Oberschreitung der Normdicke fur die Chipkarte nur 
schwierig in die Karte zu integrieren ist. Daruber hinaus tre- 
ten bei den herkommlichen Displays Probleme hinsichtUch 
der biegedynamischen Belastbarkeit der Chipkarte auf, die 
ebenfalls bestimmten Normen geniigen muB. 

Ein weiterer Nachteil der herkommlichen Displays ist 
darin zu sehen, daB sie an die speziellen Bediirfnisse der 
Chipkartentechnologie, insbesondere was die Kooperation 
mit anderen Bauelementen der Chipkarte betrifft, nicht opti- 
mal angepaBt sind. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Displays als 
Halbzeug fur kartenfbrmige Tragermedien anzugeben, die 
zuverlassig gefertigt werden kbnnen und dennoch hinsicht- 
Uch Abmessungen und dynamischer Belastbarkeit fur die 
Integration in kartenfbrmige Tragermedien besonders geeig- 
net sind. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch ein Halbzeug 
sowie ein Verfahren zur Integration des Halbzeugs in kar- 
tenfbrmige Tragermedien gemaB den Merkmalen der neben- 
geordneten Anspruche gelbst. 

Die erfindungsgemaBe Lbsung sieht vor, daB auBer der ei- 
gentlichen Tragerfolie, die nachfolgend als, "Haupttragerfo- 
lie" bezeichnet wird, eine weitere Tragerschicht vorgesehen 
ist, die nachfolgend als, "Funktionstragerschicht" bezeich- 
net wird. Die Haupttragerfolie ist an die besonderen Anfor- 
derungen zur Fertigung der Anzeige angepaBt und insbeson- 
dere sehr widerstandsfahig gegenuber den Beanspruchun- 
gen durch den FertigungsprozeB, wahrend die Tragerschicht 
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an die besonderen Anforderungen zur Integration in einer 
Chipkarte angepaBt und insbesondere diinn und flcxibel ist. 
Haupttragerfolie, Tragerschicht und Anzeige bilden einen 
Verbund. ErfindungsgemaB wird die Anzeige lediglich zu- 
sammen mit der Tragerschicht in das Tragemiedium bzw. 
die Chipkarte integriert, wobei die Haupttragerfolie von 
dem Verbund ab gelbst wird. Durch das Ablbsen der Haupt- 
tragerfolie wird erreicht, daB die Materialien, die fUr den 
HerstellprozeB des Displays benbtigt werden. d. h. die wi- 
derstandsfahige, dicke Haupttragerfolie, die aber der Funk- 
tion der Karte eher hinderlich sind, nicht in die Karte inte- 
griert werden. Statt des sen wird die Anzeige mit der an die 
besonderen Anforderungen der Karte angepaBten Trager- 
schicht in die Karte integriert. 

In einer besonderen Ausgestaltung der Erfindung ist vor- 
gesehen, daB auBer der Tragerschicht mit der Anzeige 
gleichzeitig weitere Bauelemente auf die Karte ubertragcn 
wer den. Das kbnnen beispielsweise Steuerungselemente 
sein, die fur das Funktionieren der Anzeige notwendig sind, 
wie ein Controller und Kontaktflachen zum AnschluB an 
den Chip bzw. eine Energiequelle. Diese Steuerungsele- 
mente kbnnen entweder in der Anzeige integriert sein oder 
als mit der Anzeige verbundener Schaltkreis auf der Funkti- 
onstragerschicht angeordnet sein. Alternativ kann die Funk- 
25 uonstragerschicht auch zur Verwendung als Karteninlett 
mindestens die GrbBe einer Standardkarte besitzen und als 
Leiterplatle dienen, auf der auBer dem Display und den ge- 
nannten Steuerungselementen auch Chip, Schaltcr, Batterie 
und Leitungen angeordnet werden. 
30 Nachfolgend wird die Erfindung anhand der anhangenden 
Zeichnungen beispielhaft beschrieben. Darin bedeuten: 

Fig. 1 zeigt einen Schichtaufbau mit einer Haupttrager- 
schicht und einem Display; 
Fig. 2a zeigt ein Display in Draufsicht und im Querschnitt 
35 mit einem Displaycontroller und Kontaktflachen; 
Fig. 2b zeigt ein modulartiges Display; 
Fig. 3 zeigt ein Verfahren zur Ubertragung von Displays 
von einer Haupttragerschicht auf einen kartenformigen Tra- 
ger; 

40 Fig. 4 zeigt eine Anordnung von Displays auf einer 
Haupttragerschicht als Bogen; und 

Fig. 5 zeigt ein Display mit weiteren Bauelementen auf 
einem Substrat fiir ein Karteninlett. 
Fig. 1 zeigt einen Verbund aus Haupttragerfolie 10 und 
45 Display 20. 

Die Haupttragerfolie 10 kann ein Band 100 oder ein Bo- 
gen 200 sein (Fig. 3 und 4), auf dem die Displays gefertigt 
werden. Die Haupttragerfolie 10 muB stabil und wider- 
standsfahig sein, um den Anforderungen fur die Displayfer- 
50 tigung geniigen zu kbnnen. 

Auf die Haupttragerfolie 10 wird zunachst eine Haftkle- 
berschicht 30 aufgetragen, und auf dieser Haftkleberschicht 
30 wird die Tragerschicht 21 fixiert. Auf der Tragerschicht 
21 wiederum wird eine Funktionsschicht 22 erzeugt, die die 
55 aktive Schicht des Displays 20 bildet und daher nachfolgend 
gelegentlich auch als Anzeige 22 bezeichnet wird. Die 
Funktionsschicht 22 kann durch Prozesse wie Aufdampfen, 
Sputtem, Spin-Coating etc. erzeugt werden und beispiels- 
weise ein Flussigkristall-Material, leuchtende Materialien 
60 oder ahnliches sein. Die Funktionsschicht 22 kann auch 
mehrere Schichten aufweisen und Elektroden, Filter, Polari- 
satoren, Abstandhalter etc. enthalten. Ubef der Funktions- 
schicht 22 ist eine Basisschicht 23 mit einer Integrationskle- 
berschicht 40, die zur spateren Fixierung des Displays 20 in 
65 bzw. auf einem Karten kbrper bestimmt ist, angeordnet. Im 
dargestelllen Fall muB die Tragerschicht 21 transparent sein. 
Aus fertigungstechnischen Grunden kbnnen die Displays 20 
auch in umgekehrter Reihenfolge, d. h. beginnend mit der 
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Basisschichi 23, gcfenigt wcrden und anschlicBend rnittcls 
der Haftkleberschicht 30 auf die Haupttragerfolie iibertra- 
gen werden. Dazu kann cine weitere Hauptlragerfolie ver- 
wendet werden. Fur die Integration in eine Chipkarte tntis- 
sen die derart hergestelllen Displays gewendet werden, z. B. 
dadurch, daB sie von der zur Herstellung verwendeien 
Hauptlragerfolie auf die Hauptlragerfolie 10 in der Weise 
ubertragen werden, wie unten im Zusammenhang rnit der 
Ubertragung der Displays auf Chipkarten beschrieben. 

Als Kleber fur die Haftkleberschicht 30 wird ein Haflkle- 
ber gewahlt, der kaum Scherkrafte aufnimmt. Fur die Haft- 
kleberschicht 30 sind Kleber mil guten Adhasionseigen- 
schaften aber nur geringen Kohdsionseigenschaften geeig- 
net Derartige Kleber erzeugen insbesodere keinen starren 
Verbund zwischen den verklebten Materialien, weshalb ein 
Verschieben parallel zur Klebeflache in geringem Umfang 
moglich ist, wahrend zur senkrechten Entfernung von der 
Klebefache hoher Krafteinsatz notig ist. Dies ist insbeson- 
dere vorteilhaft, wenn als Haupttragerfolie ein aufgewickel- 
tes Folienband 100 verwendet wird (Fig. 3). Denn durch die 
Verwendung des speziellen Haftklebers 30 wird kein fester 
Verbund zwischen Haupttragerfolie 10 und Tragerschicht 21 
erzeugt, so daB die Dehnung der Oberflache der aufgewik- 
kelten Haupttragerfolie 100 nicht von der Haftkleberschicht 
auf die Tragerschicht 21 ubertragen wird. Dies hat zur 
Folge, daB die durch das Aufwickeln verursachten Spannun- 
gen in der Funktionsschicht 22 allein von der Dehnung der 
Oberflache der Tragerschicht 21 abhangen. Da die Trager- 
schicht 21 aber extrern diinn ist, ist diese Dehnung nahezu 
vemachlassigbar. 

Wenn dariiber hinaus fur die Basisschicht 23 dasselbe 
Material mit derselben Materialstarke verwendet wird wie 
fur die Tragerschicht 21 und diese Basisschicht 23 fest mit 
der Funktionsschicht 22 verbunden ist, liegt die Funktions- 
schicht 22 in der inittleren Biegeebene zwischen Trager- 
schicht 21 und Basisschicht 23 und ist daher keinerlei Span- 
nungen ausgesetzt, wenn der Gesamtverbund 100 (Fig. 3) 
bestehend aus Haupttragerfolie 10 und darauf angeordnelen 
Displays 20 auf Rollen aufgeroilt ist. 

Dieser Effekt kann auch fur die spatere Integration der 
Displays in Chipkarten ausgenutzt werden. Da Chipkarten 
haufig Biegungen und anderen mechanischen Belastungen 
ausgesetzt sind, ist es vorteilhaft, auch fur die Integrations- 
kleberschicht 40 einen Klebstoff zu verwenden, der kaum 
Scherkrafte aufnimmt. Es ist aber auch die Verwendung ei- 
nes vernetzenden Klebers moglich, also eines Klebers, der 
auch gute Kohasionseigenschaftcn aufweist. Die Belastung 
der Displays durch Scherkrafle wird namlich zusatzlich 
dardurch verringert, daB die Displays nur noch eine sehr ge- 
ringe Dicke aufweisen, da Tragerschicht 21 und Basis- 
schicht 23 sehr diinn gestaltet werden konnen. Die zwischen 
der Tragerschicht 21 und der Basisschicht 23 eingelagerte, 
empfindliche Funktionsschicht 22 wird somit weniger bean- 
spurcht, da die bei Biegung auftretenden Scherkrafte in diin- 
nen Schichten geringer sind. 

Die Trager- und Basisschichten 21, 23 bestehen bevor- 
zugt aus PET und weisen Dicken von etwa 200 um auf. Wer- 
den aber z. B. Leuchtstoffe in der Funktionsschicht 22 ver- 
wendet, die auf Umweiteinflusse reagieren, kann auch eine 
Glasschicht 21 verwendet werden. Schicht 23 muB in die- 
sem Fall biegesteif, z. B. aus Metall, gestatltet sein, um ein 
Brechen der Glasschicht 21 zu verhindem. Wird die Glas- 
schicht 21 zusatzlich mit einer Kunststoffolie verbunden, 
kann eine weitere Erhohung der Widerstandsfahigkeit gegen 
Bruch erreicht werden. Aus fertigungstechnischer Sicht 
kann es bei einer Kombination Glas/Metall fiir Trager- 
schicht 21 und Basisschicht 23 sinnvoll sein, wie oben be- 
schrieben, die Funktionsschicht auf der Basisschicht 23 



(Metall) aufzubringen und diese mittels der Glasschicht 21 
(Tragerschicht) abzudecken. Fiir den Einbau in eine Chip- 
karte ist dann der beschriebene Wechsel auf eine zweite 

Hauptragerfolie notig. l 

5 In Fig. 2a ist ein Display 20 beslehcnd aus Tragerschicht 1 
21, Funktionsschicht bzw. Anzeige 22 und Basisschicht 23 & 
in Draufsicht und im Querschnilt dargeslellt. In der Funkti- 
onsschicht 22 sind dicjenigen Bauelemente 25, 26a, 26b in- 
tegriert, die zur Steuerung der Anzeige notwendig sind. Zu 
10 diesem Zweck sind auf der Tragerschicht 21 ein Display- 
controller 25 und Kontaktflachen 26a, 26b integriert ttbcr 
die Kontaktflachen 26a, 26b kann das Display 20 mit dem 
Chip einer Chipkarte elektrisch lei lend verbunden werden. 
In Fig. 2b ist eine alternative Ausfuhrungsform des in Be- 
15 zug auf Fig. 2a beschriebenen Displays 20 dargestellt. Der 
Unterschied besteht darin, daB auf ein separates Substrat 28 
ein vorgefertigtes Display 20 sowie der Displaycontroller 25 
und die Kontaktflachen 26a, 26b aufgebracht sind, die mit 
dem Display 20 elektrisch leitend verbunden werden. 
20 Sowohl das kompakte Display nach Fig. 2a als auch das 
Displaymodul nach Fig, 2b konnen in eine Chipkarte einge- 
setzt werden. Die Ausfuhrungsform nach Fig. 2a wird be-~7 
vorzugt, da auf der Tragerschicht 21 feinere Leitstrukturcn 
erzielt werden konnen und eine separate elektrische Kontak- 
25 tierung z. B. des Displaykontrollers 25 mit der Anzeige 22 
gegeniiber der Ausfuhrungsform nach Fig. 2b eingespart 
werden kann. Somit ist die Ausfuhrungsform nach Fig. 2a J 
als besonders platzsparend und preiswert einzustufen. In 
beiden Fallen kann es vorgesehen sein, daB die Tragerfolie a 
30 21 nur im Bereich der eigentlichen Anzeige, in den Fig. 2a, J 

b als Segmentzeichen dargestellt, iransparent ist. J 

In Fig. 3 ist die Obertragung der Displays 20 von der 
Haupttragerfolie 10 auf eine Chipkarte 1 dargestellt. Die 
Haupttragerfolie 10 bildet mit den Displays 20 ein Transfer- 
35 band 100. Haupttragerfolie 10 und Displays 20 konnen aber 
auch als Mehrnutzenbogen 200 ausgebildet sein, wie in Fig. 
4 dargestellt. Dies hat auf die Art und Weise der Obertra- 
gung der Displays 20 auf die Chipkarten 1 keinen EinfluB. 
In Fig. 3 ist zu erkennen, daB das Trans ferband 100 auf ei- 
40 ner Vorratsrolle 50a aufgeroilt ist und von dieser abgewik- 
kelt und auf die Aufwickelrolle 50b aufgewickelt wird. Der 
Vorschub des Transferbandes 100 beim Abwickeln von der 
Vorratsrolle 50a auf die Aufwickelrolle 50b erfolgt vorzugs- 
weise intermittierend und synchronisiert rnit der Zurverfu- 
45 gungstellung einer Chipkarte 1, auf die ein Display 20 Uber- 
tragen werden soli. Die Chipkarte 1" kann auch ein Halbzeug 
sein, beispiels weise ein Karteninlett, und erst spater zu einer 
fertigen Karte weiterverarbeitet werden. 

Die Haupttragerfolie 10 ist in Fig. 3 als durchsichtiges 
50 Kunststoffband gezeigt, so dafi die Displays 20 durch die 
Haupttragerfolie 10 erkennbar sind. Mit dem Pragestempel 
60 wind ein Display 20 auf eine unter dem Transferband 100 
exakt positionierte Chipkarte 1 im Hot-S tamping- Verfahren 
ubertragen, d h. Chipkarte 1 und Display 20 werden mittels 
55 Warme und Druck verbunden, indem mittels des Pragestem- 
pels 60 ein Kontakt zwischen der Integrationskleberschicht 
40 auf der Riickseite des Displays 20 und der Oberflache der 
Chipkarte 1 hergestellt wird. Anstelle des Hot-Stamping- 
Verfahrens kann auch ein Kaltklebeverfahren verwendet 
60 werden, bei dem z. B. vemetzende Fliissigkleber oder Haft- 
kleber eingesetzt werden. Die Adhasionskrafte der Haftkle- 
berschicht 30 sind gegeniiber den Adhasionskraften der In- 
tegrationskleberschicht 40 so gering, daB sich die Trager- 
schicht 21 des Displays 20 vollstandig von der Haftkteber- 
65 schicht 30 lost. Die Tragerschicht 21 liegi somit nach der 
Ubertragung von dem Transferband 100 auf die Chipkarte 1 
als auBerste Schicht vor. Sie ist als sehr diinne optische 
Schicht ausgebildet, damit die Funktionsschicht bzw. die 
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Anzeigc 22 durch die Tragerschicht 21 hindurch erkennbar 
isl. Nach erfolgter Ubertragung wird das Transfcrband 100 
weiter getaktet und bine neuc Chipkarte 1 so unter dem 
Transfcrband 100 angeordnet, daB die Ubertragung des 
nachslen Displays 20 auf die neue Chipkarte 1 erfolgen 
kann. 

IZs isl auch moglich, das Display 20 zusammcn mil einem 
Teil der Haupttragerfolie 10 aus dem Transfcrband hcraus- 
zustanzen, wenn das Display 20 auf die Chipkarte 1 iibertra- 
gen wird. Die dabei mitiibertragene Haupttragerfolie 10 
wird in einem nachfolgenden Schritt cntfemt. Dies hat den 
Vortcil, daB die Haupttragerfolie erst dann entfemt zu wer- 
den braucht, wenn cine feste Verbindung zwischen der Inlc- 
grationskleberschicht 40 und der Chipkarte 1 sichergestellt 
ist. In der Zeit der Verfcstigung der Integrationskleber- 
schicht 40 kann bereits das nachste Display 20 auf eine neue 
Chipkarte 1 ubertragen werden. 

Die Ubertragung des Displays 20 auf die Chipkarte 1 
kann auch nach der sogenannten Etikettentechnik erfolgen, 
dabei werden die Displays 20 mit einem Kleber auf einem 
Trager befcstigt, von dem sie spater abgezogen werden kon- 
nen, weil der Kleber auf dem Trager schlechter haflet als an 
der S telle der Chipkarte 1 die fur die Displays 20 vorgesehen 
ist. Als Trager eignet sich z. B. silikoniertes Papier. Das 
heiBt, die auf der Haupttragerfolie 10 angeordnelen Displays 
werden mit Ihrer Integrationskleberschicht 40 auf die Chip- 
karte 1 aufgebracht, und die Haupttragerfolie 10 wird an- 
schlieBend abgezogen. Diese Technik ist besonders geeignet 
im Zusammenhang mit dem in Fig. 4 dargestellten Mehrnut- 
zenbogen 200. 

Bei der Ubertragung des Displays 20 auf die Chipkarte 1 
konnen gleichzeitig die Anzeigenkontakte 26a, b mit den 
entsprechenden Gegenkontakten der Chipkarte elektrisch 
leitend verbunden werden. 

In Fig. 5 ist eine besondere Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung dargestellt, bei der das Display 20 auf ein Substrat 28 
ubertragen wird, welches als gedruckte Leiterplatte ausge- 
bildet ist Das Substrat 28 ist als Inlett fur eine Karte be- 
stimmt und weist daher mindestens die auBeren Abmessun- 
gen einer Chipkarte 1 auf. Die Abmessungen einer Chip- 
karte 1 sind in Fig. 5 gestricheit dargestellt. Auf dem Sub- 
strat 28 sind auBer dem Display 20 desweiteren ein Chip 4 
fur die kontaklierte Daten ubertragung, ein Schalter 3 und 
eine Batterie 2 angeordnet und uber Leitungen elektrisch 
miteinander verbunden. Das Display 20 entspricht dem in 
Fig. 2a dargestellten kompakten Display. Es ist aber auch 
moglich, anstelle des kompakten Displays ein Displaymo- 
dul, wie in Fig. 2b dargestellt, zu verwenden. Alternativ 
kann das Substrat 28 durch die Tragerschicht 21 gebildet 
werden, wobei die elektrischen Bauelemente 2, 3, 4 vor- 
zugsweise erst nach der Fertigung des Displays 20 auf die 
Tragerschicht 21 aufgebracht und mit dem Display 20 elek- 
trisch verbunden werden. 

AbschlieBend kann die Chipkarte mit einer Deckschicht, 
beispielsweise einer Folie, beschichtet werden, die minde- 
stens im Bereich der Anzeige 22, wie sie in Fig. 2a, b durch 
Segmentzeichen dargestellt ist, transparent ist. Es kann auch 
vorgesehen sein, daB eine Deckschicht verwendet wird, die 
im Bereich der Anzeige 22 eine Aussparung auf weist, wenn 
die Tragerschicht 21 als transparent ist, wie oben beschrie- 
ben, und uber ausreichende mechanische Stabilitat verfugt. 

Auf die Aufbringung einer Deckschicht kann verzichtct 
werden, wenn ein Display, wie in Fig. 2a, b dargestellt, in 
eine entsprechend dimensionierte Ausparung der Chipkarte 
eingesetzt wird. 

Ebenso kann bei geeigneter Technologic zur Herstellung 
der Anzeige 22 auf eine Basisschicht 23 verzichtet werden. 
Die Integrationskleberschicht 40 wird dann direkt auf die 



Anzeige, d. h. die Funktionsschicht 22, die beispielsweise 
Drucktcchnisch hcrgestelll werden kann, aufgebracht. 

Paten tanspriiche 

5 

1. Halbzeug fur die Integration eines Displays (20) in 
ein kartenfonniges Tragermedium (1), insbesondcre 
cine Chipkarte, umfassend eine Haupttragerfolie (10), 
eine Anzeige bildende Funktionsschicht (22) und eine 

10 Tragerschicht (21), wobei die Tragerschicht (21) mil 
der Funktionsschicht (22) von der Haupttragerfolie 
(10) ablosbar ist. 

2. Halbzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Hauptlragerfolie (10) eine auf den Herstel- 

15 lungsprozeB der Anzeige abgestirmnte Stabilitat auf- 
weist. 

3. Halbzeug nach einem der Anspriiche 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Haupttragerfolie (10) 
dicker ausgebildet ist als die Tragerschicht (21). 

20 4. Halbzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Tragerschicht (21) als 
optische Schicht ausgebildet ist. 

5. Halbzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB auf der der Tragerschicht 

25 (21) gegcniiberliegenden Seite der Funktionsschicht 
(22) eine Basisschicht (23) angeordnet ist. 

6. Halbzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB eine Integrationskleber- 
schicht (40) zur Fixicrung des Displays (20) auf einem 

30 kartenfonnigen Tragermedium vorgesehen ist. 

7. Halbzeug nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Integrationskleberschicht (40) aus einer 
mittels Warme und Druck aktivierbaren Kleberschicht, 
einer Haftkieberschicht oder einer vemelzenden Fliis- 

35 sigkleberschicht besteht, die jeweils nur Scherkrafte in 
geringem Umfang aufnehmen. 

8. Halbzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Haupttragerfolie (10) 
ein Folienband (100) ist. 

40 9. Halbzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Haupttragerfolie (10) 
von einem Mehrnutzenbogen (200) gebildet wird. 

10. Halbzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB in der Funktionsschicht 

45 (22) auBer der Anzeige auch aile fur die Steuerung der 
Anzeige notwendigen Schaltungselemente (25, 26a, 
26b) integriert sind. 

11. Halbzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Tragerfolie (21) mit der 

50 Funktionsschicht (22) auf einem Substrat (28) angeord- 
net ist, wobei auf dem Substrat (28) desweiteren alle 
zur Steuerung der Anzeige notwendigen Schaltungs- 
elemente angeordnet und elektrisch mit der Anzeige 
verbunden sind. 

55 12. Halbzeug nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Substrat (28) mindestens die auBeren 
Abmessungen einer Chipkarte aufweist und eine Lei- 
terplatte fur weitere Bauelemente wie Chip (4), Schal- 
ter (3) und Batterie (2) bildet. 
60 13. Halbzeug nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Substrat (28) durch die Funkti- 
onstragerschicht (21) selbst gebildet wird. 
14. Verfahren zur Integration eines Displays (20) in 
ein kartenfonniges Tragermedium (1), insbesondere 
65 eine Chipkarte, umfassend die Schritte 

- Zurverfiigungstellen eines Halbzeugs nach ei- 
nem der Anspriiche 1 bis 13, mit einer Haupttra- 
gerfolie (10), einer eine Anzeige bildenden Funk- 
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uonsschicht (22) und einer Tragerschicht (21), 

- Zurvcrfugungstellen eines kartenformigen Tra- 
gennediums (I) und 

- Ubertragen der Tragerschicht (21) mil der 
Funktionsschicht (22) auf das Tragermedium (I), 5 
wobei die Haupttragerfolie (10) des Halbzcugs 

en t fern t wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Ubertragung im HeiBprageverfahren 
erfolgt. 10 

16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB zumindest ein Teil der Haupttrager- 
folie (10) zusammen mit der Funktionsschicht (22) und 
der Tragerfolie (21) aus dem Transferband (100) oder 
dem Mehmutzenbogen (200) beim Ubertragen ausge- 15 
stanzt wird, um die Haupttragerfolie (10) nach dem 
Ubertragen entfernen zu konnen. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Ubertragung nach 
dem Etikettenverfahren erfolgt. 20 

18. Karlenfdrmiges Tragermedium, insbesondere 
Chipkarte, mil einem Display, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Display (20) mittels eines Verfahrens ent- 
sprechend einem der Anspruche 14 bis 17 integriert ist. 

25 
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Abstract 



The semi-finished item has a relatively stable main carrier foil (10) provided with a function layer (22) for the display (20) and a 
carrier layer (21), e.g. an optical layer, which is removable from the main carrier foil in conjunction with the function layer/a base 
layer (23) on the opposite side of the function layer and an adhesive layer (40) for fixing to a chip card. Also included are 
Independent claims for the following: (a) a chip card display integration method: (b) a chip card with an integrated display 
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